Maldnahmen und Methoden

Nano-Skala

Mikro-Skala

Elektronenmikroskopie

Kraftmikroskopie

Halbleiter-Lithographie

Dunkelstrom-Messung

Quantenmechanische Modelle / DFT

Strukturelle Analyse Mit Hilfe der Kraftmikroskopie
kénnen atomare Stufen an der Oberflédche von
Halbleitermaterialien sichtbar gemacht werden.
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Defect Engineering Defekte und Inhomogenitaten
bestimmen die Lebensdauer, sobald die Schwelle der
lokalen Festigkeit Uberschritten wird. Mit ultraschallba-
sierten Methoden werden diese Einflisse studiert um
robuste nachhaltige Systeme zu erméglichen.

Hochaufgeléste

Meso-Skala

Makro-Skala

Hochgeschwindigkeits-Kamera

Optische Mikroskopie

kontinuu

Mechanische Materi

ische Simula

mm

Faserverbundwerkstoffe Sie bestehen aus hochfes-
ten Fasern und einer umgebenden Polymermatrix. Ront-
genbasierte Methoden zeigen im Inneren verborgene
Defekte und helfen, ihren Entstehungsmechanismus zu
verstehen.

alprufung

Homogenisierte Ingenieursmodelle

Metamaterialien |hre malgeschneiderten Eigen-

schaften werden fUr die jeweilige Anwendung optimiert.

Um den Reifegrad der Technologie zu erhdhen, werden
prozessbedingte Strukturdefekte charakterisiert.

Prufverfahren Herstellung Bildgebende

Modelle +
Simulationen
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